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投资要点
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 AI拉动Fab厂扩产，全球半导体设备行业景气向上。AI拉动算力芯片、存储等需求旺盛，全球头部Fab厂扩产预期可观。台积电上调全年

资本开支至600-640亿美元，三星电子、SK海力士、美光科技等存储大厂资本开支乐观，扩产规模庞大，共同拉动全球半导体设备行业

景气向上。根据SEMI数据，2026年，全球晶圆制造设备市场规模将达到1439亿美元，预计2028年将增长到2000亿美元的历史高位，其

中，先进制程、NAND、DRAM的设备需求将持续增长。

 中国大陆存储扩产拉动设备需求，国产化进程稳步推进。中国大陆存储厂扩产规模可观，对薄膜沉积、刻蚀、清洗等较高国产化率的设

备品类有望起到立竿见影的拉动作用，而对于光刻、Track、离子注入等国产化率较低的设备品类，还会叠加一个国产替代逻辑。根据沙

利文数据，2020-2029年，中国大陆半导体设备市场规模预计将从1291.7亿元增长到4849.5亿元，CAGR 15.8%。同时，设备行情向上传导，

供应链安全推动设备零部件国产化替代，中国大陆半导体设备零部件公司预计将受益。

 投资建议：存储行业景气向上，中国大陆存储厂扩产潜力可观，叠加国产替代逻辑，上游半导体设备及零部件预计将受益，建议关注北

方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测、芯源微、富创精密、珂玛科技等。

 风险提示：（1）下游扩产不及预期的风险。（2）中国大陆部分设备类别突破不及预期的风险。（3）供应链安全风险。
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数据来源：晶合集成港股招股书，中微公司年报，平安证券研究所

半导体设备类别众多，薄膜沉积、刻蚀、光刻设备价值量位列Top3

 半导体设备主要包括薄膜沉积、刻蚀、光刻、量检测、CMP、清洗、Track、离子注入等子类别，根据中微公司2025年年报，薄膜沉积、

刻蚀、光刻位列半导体各设备类别价值量Top3，价值量占比分别约为23%、22%、20%，量检测紧随其后，占比13%，四大类别合计占比

78%。

晶圆制造主要工艺流程及设备类别 各类设备子类价值量占比（%)

薄膜沉积设备 刻蚀设备 光刻设备 量检测设备 其他

数据来自中微公司2025年年报
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数据来源：台积电历年财报，Wind，华尔街见闻公众号，SEMI，平安证券研究所

台积电上调全年资本开支，三星电子&SK海力士&美光扩产预期可观

 台积电上调全年资本开支指引。根据台积电公告，台积电上调全年资本开支至600-640亿美元，其中70%-80%用于先进制程。

 三星电子、SK海力士、美光科技资本开支乐观，扩产规模庞大。根据华尔街见闻信息，6月29日，韩国总统李在明主持“三大超级项目”

发布会，宣布将在西南部投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂，由三星和SK海力士各承建两座，目标是在五年内将DRAM生产能力翻倍。

根据SEMI信息，7月9日，美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元。
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数据来源：SEMI，平安证券研究所

半导体设备行业景气向上，预计2028年将达到2000亿美元高位

 全球半导体设备景气上行，预计2028年将达到2000亿美元。根据SEMI数据，2026年，全球晶圆制造设备市场规模将达到1439亿美元，

其中Foundry/Logic 780亿美元，DRAM 388亿美元，NAND 139亿美元。Foundry/Logic受益于AI加速器、高性能计算和高端移动处理器

的前沿节点产能建设，预计2027年设备规模将增长18.1%，2028年将再增13.6%，达到1047亿美元；存储则受HBM需求、先进DRAM节点迁

移和NAND技术转型推动，预计DRAM设备规模2027年将增长27.4%，2028年将再增15.0%，达到569亿美元，NAND设备规模2027年将增长

31.1%，2028年将再增14.5%，达到208亿美元。

全球Fab设备市场规模及结构情况（十亿美元）
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数据来源：超纯股份公告，SEMI，中芯国际历年财报，中芯国际招股书，中芯国际官网，平安证券研究所

先进制程扩产空间可观，中芯国际资本开支维持高位，利好上游设备端

 先进制程扩产空间可观，中芯国际资本开支维持高位。根据超纯股份（现超纯应材）公告（源引SEMI数据），截止2024年末，中国大

陆晶圆代工领先者中芯国际先进制程产能全球占比2%，先进制程扩产空间较为可观。2025年，中芯国际资本开支81.0亿美元，同比增

长10.5%，公司预计2026年资本开支大致持平，维持高位水准。

 先进制程设备投资显著提升，利好上游半导体设备。根据中芯国际招股书信息，先进制程设备投资显著提升，以5nm节点为例，设备投

资额超过150亿美金/5万片，是16/14nm的近2.5倍，直接利好上游设备端。

中芯国际近年资本开支（亿美元）
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存储扩产，强力拉动中国大陆半导体设备需求

数据来源：长鑫科技招股书，半导体材料与工艺设备公众号，功能材料科技创新服务平台公众号，沙利文公司，平安证券研究所
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 存储厂扩产将对半导体设备起到强力拉动作用。长鑫科技已上市，拟使用募集资金295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造

等三大项目。存储厂扩产，将对中国大陆半导体设备厂的订单和业绩起到显著的拉动作用。

 根据沙利文数据，2020-2029年，中国大陆半导体设备市场规模预计将从1291.7亿元增长到4849.5亿元，CAGR 15.8%，维持稳定增长趋

势。

长鑫科技IPO募集资金运用规划（亿元）

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

存储器晶圆制造量产线技术升
级改造项目 75.00 75.00

DRAM存储器技术升级项目 180.00 130.00

动态随机存取存储器前瞻技术
研究与开发项目 90.00 90.00

合计 345.00 295.00 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2020 2021 2022 2023 2024 2025E2026E2027E2028E2029E

中国大陆半导体设备市场规模（亿元）

下载日志已记录，仅供内部参考



国产替代主线坚挺，中国大陆半导体设备厂充分受益

数据来源：半导体材料与工艺设备公众号，功能材料科技创新服务平台公众号，沙利文公司，平安证券研究所
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 半导体设备国产替代、自主可控主线坚挺。根据沙利文数据，2024年，刻蚀、清洗、薄膜沉积等设备国产化已走上正轨，国产化率已

达到较高水平，可随下游扩产直接放量受益；光刻国产化率不足1%，量检测国产化率不足5%，离子注入国产化率不足10%，这些设备

品类国产替代空间较为乐观。

各类半导体设备国产化率情况（2024年）

设备类别 国产化率（%）

去胶设备 80%-90%

刻蚀设备 30%-40%

清洗设备 30%-40%

热处理设备 30%-40%

薄膜沉积设备 25%-30%

化学机械抛光设备 20%-30%

涂胶显影设备 10%-15%

离子注入设备 ＜10%

量/检测设备 ＜5%

光刻设备 ＜1%
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数据来源：超纯应材招股书，弗若斯特沙利文，平安证券研究所

设备行情向上传导，国产化助推零部件强劲升势

 半导体设备零部件市场由来自半导体设备厂商和晶圆厂的需求共同拉动，根据超纯应材招股书源引弗若斯特沙利文数据，随着中国大

陆半导体行业的发展和晶圆厂扩产，预计中国大陆半导体设备零部件市场规模将由2020年的765.4亿元增长到2029年的2735.3亿元，

CAGR 15.2%。

 供应链安全稳定至关重要，设备零部件国产化进程稳步推进。根据超纯应材招股书源引弗若斯特沙利文数据，2024年，中国大陆半导

体设备零部件国产化率仅7.1%，仍处于较低水平，尤其是对技术要求较高的机电一体类、光学类、电气类、仪器仪表类零部件，国产

替代空间非常可观。随着供应链本土化建设的稳步推进以及中国大陆零部件厂商产品实力的持续提升，预计到2029年，中国大陆半导

体设备零部件国产化率将达到12.4%，设备零部件市场将进一步打开。

中国大陆半导体设备零部件市场规模（亿元） 中国大陆半导体设备零部件国产化情况（%）
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 AI拉动Fab厂扩产，全球半导体设备行业景气向上。AI拉动算力芯片、存储等需求旺盛，全球头部Fab厂扩产预期可观。台积电上调全年

资本开支至600-640亿美元，三星电子、SK海力士、美光科技等存储大厂资本开支乐观，扩产规模庞大，共同拉动全球半导体设备行业

景气向上。根据SEMI数据，2026年，全球晶圆制造设备市场规模将达到1439亿美元，预计2028年将增长到2000亿美元的历史高位，其

中，先进制程、NAND、DRAM的设备需求将持续增长。

 中国大陆存储扩产拉动设备需求，国产化进程稳步推进。中国大陆存储厂扩产规模可观，对薄膜沉积、刻蚀、清洗等较高国产化率的设

备品类有望起到立竿见影的拉动作用，而对于光刻、Track、离子注入等国产化率较低的设备品类，还会叠加一个国产替代逻辑。根据沙

利文数据，2020-2029年，中国大陆半导体设备市场规模预计将从1291.7亿元增长到4849.5亿元，CAGR 15.8%。同时，设备行情向上传导，

供应链安全推动设备零部件国产化替代，中国大陆半导体设备零部件公司预计将受益。

 投资建议：存储行业景气向上，中国大陆存储厂扩产潜力可观，叠加国产替代逻辑，上游半导体设备及零部件预计将受益，建议关注北

方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测、芯源微、富创精密、珂玛科技等。
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风险提示
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（1）下游扩产不及预期的风险。半导体设备强依赖于Fab厂扩产，若中国大陆下游Fab厂扩产节奏不及预期，将对上游

设备端产生直接影响。

（2）中国大陆部分设备类别突破不及预期的风险。对于光刻、量检测等国产化率较低的设备类别，若中国大陆厂商突

破缓慢，将对整个行业形成拖累。

（3）供应链安全风险。半导体设备技术壁垒高，开发难度大，部分上游零部件来自海外，若上游供应链出现扰动，可

能对行业的健康发展产生不利影响。
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